GENMA

Lotpaste T240-FLV-1B-T4
EUR O P E

Produktbeschreibung

GENMA Lotpaste — unsere T240-FLV-1B-T4 Létpaste wurde fur den Einsatz Vakuum-Lotsystem entwickelt. Das
Flussmittel unsere T240-FLV-1B-T4 I6st sich rickstandsfrei auf. DIE Bonding kann ohne Reinigungsprozess direkt
nach dem Loten erfolgen und das auf einer zu 100% prozesssicheren Oberflache. Die Lotpaste liefert nach dem
Létprozess im Vakuum-Reflow-Ofen eine saubere Oberflache ohne Riickstéande. Dies steigert die
Prozesszuverlassigkeit enorm, spart Prozesskosten ein und die Durchlaufzeiten des Produktes werden im
Fertigungsprozess verkiirzt. Die Létverbindungen sind in Kombination mit dem zwingend erforderlichen Vakuum-
Létsystem nahezu frei von Lunkern. Verwendung findet die Létpaste vor allem in DIE-Attach und Power-Device-
Packaging Anwendungen. Die riickstandsfreie und lunkerfreie Lotverbindung sorgt fur eine gute Strom und
Warmeubertragung in der Leistungselektronik. Beim Verléten von DIE mit DCB / DBC (direct copper bonded)
werden oftmals hohe Schichtdicken bendtigt. Die Létpaste ist fur den speziellen Anforderungen in Druckprozess
ausgelegt und kann auf kundenspezifische Anforderungen modifiziert werden. Bisher werden in diesen
Anwendungen meist Preforms oder Lotpasten mit klassischem Flussmittel verwendet. Bei der Verwendung von
Preforms muss fur jede Geometrie ein Preform zugekauft werden. Der Lotpastendruck ist hier deutlich flexibler und
kann die hohe Varianz an Preforms ersetzten. Beim Umstieg von harzhaltigen Létpasten auf unsere T240-FLV-1B-
T4, kann der komplette Reinigungsprozess inklusive Kontrolle der Oberflachen eingespart werden. Das erhdht die
Prozesssicherheit, spart Kosten, verringert die Durchlaufzeiten und unnétige Emissionen.

Technische Eigenschaften

Spezifischer Wert Testmethode

Legierung (wt %) Sn95/Sb5
Schmelzbereich (°C) 235 - 240 IEC61189-11
PulvergréfRe (um) 22-38,Typ 4 IPC-TM-650-2.2.14.2
Verpackungseinheit Dose (0,5 kg)

Semco Kartusche (0,65 kg, 1,2 kg)
Temperieren der Létpaste 1h vor dem Offnen auf Raumtemperatur

bringen um Kondenswasserbildung zu

vermeiden.

Empfohlene Druckgeschwindigkeit (mm/s) 20 - 80

Empfohlene Temperatur beim Druck (°C) 25+3

Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit in % 50+ 20

beim Druck

Empfohlenes Rakelmaterial Metall, Polyurethan, Kunststoff (Harte
70 - 100 shore)

Empfohlener Rakeldruck (Mpa/cm 0,1-0,3

Rakelbreite)

Empfohlener Rakelwinkel (°) 40 - 70

Empfohlener Leiterplattenabsprung (mm) 0-0,1

Empfohlene Leiterplatten 3-11

Trenngeschwindigkeit (mm/s)

Empfohlene Létpastenmenge vor dem Rakel| 15-25
rollend (mm)
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Konformitat

Stand 13.11.2025
Konform mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Anhang 2015/863/EU.
Enthélt keine Stoffe (SVHC-Liste) uber dem Grenzwert (0,1%) gemafd REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006.

Enthalt keine Stoffe gemal Toxic Substance Conrol Act (TSCA) der United States Environmental Protection
Agency.

Enthalt keine Stoffe gemafl POP Verordnung EU 2019/1021.
Enthalt keine per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS).
Enthélt keine Phthalate und Latex.

Enthalt keine Stoffe gemaf California Proposition 65.
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